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项目名称：南京邮电大学集成电路科学与工程学院（产教融合学院）晶圆激光开槽机采购
 
招标采购文件编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0497[NYCG2026-H053（0675-266JOC004609）]
 
甲方合同编号：
 
甲方：南京邮电大学
 
乙方：迈为技术（珠海）有限公司
 
 
  
 
签订时间：2026年10月


合同编号：
南京邮电大学采购合同（国内货物类）
甲方：南京邮电大学              签订地点：南京邮电大学
乙方：迈为技术（珠海）有限公司
    甲乙双方根据 南京邮电大学集成电路科学与工程学院（产教融合学院）晶圆激光开槽机采购 项目采购结果,依据《中华人民共和国民法典》合同编及相关法律规定，达成如下货物购销合同:
一、货物及其数量、金额：
	编号
	货物名称
	规 格 型 号
（品牌）
	数量
	单价
（元）
	总价（元）
	不含税金额
(元)
	增值税税额(元)

	1
	晶圆激光开槽机
	MX-SLG1E-PS
	1
	5528000
	5528000
	4892035.4
	635964.6

	总价（人民币大写）： 伍佰伍拾贰万捌仟元  合计（小写）： 5528000元
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及质保期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。


二、交货时间： 在甲方指定时间供货。
三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。
四、合同定价方式及付款方式
1.合同定价方式：
固定总价¨固定单价¨固定费率¨其他       
2.付款方式（可多选）：
¨预付款： 合同签订后_______个工作日内支付合同金额的_______ % （有预付款的勾选并填写本项）；
¨进度款： ________________________________________________________支付合同金额的_______ % （分期支付进度款的勾选并填写本项，应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与履约情况挂钩）；
¨验收合格后  日内支付合同总价的____%（有验收的项目应当勾选本项，支付条件应与验收合格挂钩）；
þ其他： 在合同签订后30日内，甲方向乙方支付80%的货款，乙方开具一年期等额保函，尾款待设备到货验收合格后30日内一次性支付。
付款金额均不计利息。
五、质保期： 18个月 (自验收合格之日起计。在质量保证期内所发现的缺陷，乙方应在约定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。)
六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：
1.乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后   10   日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，以及其技术性能是否符合本合同、采购文件及响应文件所述标准。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，逾期未到场且未书面提出合理异议的，视为认可甲方的单方验收结果。
八、工程部分（两万元及以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。
九、本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
1.本合同及其变更、补充协议
2.中标（成交）通知书
3.投标（响应）文件
4.采购文件
5.有关技术文件，图纸
6.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
十、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金。若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。
2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件、响应文件标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方不能更换货物的，甲方可单方面解除合同。乙方承担由此给甲方造成的损失
4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
十一、 合同的变更和终止
依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。特殊情况确需变更且符合规定情形的，应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。
十二、合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
十三、 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
十四、付款前乙方须提供 增值税专用发票 ，总价不变。
十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式       份，甲方    三份、乙方       份。自双方签字、盖章之日起生效。
 
 
甲方                                        乙方
单位名称：南京邮电大学                      单位名称：迈为技术（珠海）有限公司
单位地址：                                  单位地址：珠海市高新区科新二路288号2栋
法定代表人：                                法定代表人：王正根
委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：
联系电话：                                  联系电话：18663517563
开户银行：                                  开户银行：中国银行股份有限公司珠海高新区支行
户名： 南京邮电大学                         户名： 迈为技术（珠海）有限公司
                                            账号： 706876485899
                                            行号：104585039334
地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    
项目联系人：邱洪坤
[bookmark: _GoBack]签约日期（即合同生效日期）：2026年10月
联系电话：18663517563


附件一 技术协议
	序号
	条目号
	技术或服务要求
	备注

	1 
	1 
	设备精度
	/

	2 
	★1.1
	加工晶圆尺寸/厚度：8 & 12 inch / min 60μm (Frame level)
	√

	3 
	★1.2
	X轴最大切割速度：1000mm/s， Y轴最大速度：600mm/s， Z轴加工范围：0-20mm，Step：0.0001mm，θ轴加工范围：≥270°
	√

	4 
	★1.3
	切割盘平整度：≤8μm，X轴直线度：≤2μm@310mm，Y轴定位精度：≤1.5μm，Z轴重复定位精度：≤1.5μm
	√

	5 
	2 
	工艺指标
	/

	6 
	★2.1
	开槽宽度范围：20-100μm，开槽深度：≥10μm
	√

	7 
	★2.2
	热影响：≤3μm，Debris：≤3μm，底部TTV：≤3μm，外观：无Peeling（@12 inch L-k 层 ，loss depth @≥3μm，Width @≥40μm）
	√

	8 
	★2.3
	清洗良率：≥95%，涂覆均匀性：＜5%（@Thickness ≤10μm）
	√

	9 
	3
	设备稳定性
	/

	10 
	3.1
	设备稼动率：≥90%，平均辅助间隔时长：≥2H，平均故障修复时长：≤4H，平均故障间隔时长：≥168H，每小时产能（12inch Si wafer，8*8mm die size，400mm/s 1pass+200mm/s 2pass）：≥6。
	√

	11 
	4
	设备硬件配置
	/

	12 
	4.1
	加工单元
	/

	13 
	★4.1.1
	激光器：皮秒激光器，波长355nm，频率400KHz~4000KHz，脉宽~10ps，出光口最大功率≥25W，M2≤1.3，光斑圆度90%，激光出口光斑直径5±1mm，聚焦光斑细线7±1μm
	√

	14 
	▲4.1.2
	光路系统:细线聚焦镜+宽线聚焦镜，保障镜片使用寿命及切割工艺效果
	√

	15 
	▲4.1.3
	强排：提高切割区域抽尘能力
	√

	16 
	4.1.4
	切割区域FFU：保证切割区域的洁净度
	√

	17 
	▲4.1.5
	电动Mask：用户可直接在软件界面选取要加工的宽度，切割宽度范围20μm-100μm
	√

	18 
	4.1.6
	光路正压系统：可避免空气中的微小粉尘进入光路系统，确保光路镜片的洁净度和透过率
	√

	19 
	▲4.1.7
	多光点Splits:将一个光斑分成多个光斑进行切割，可实现6光点细线和宽线切割模式
	√

	20 
	▲4.1.8
	高倍相机组件：15X (0.32μm/Pixel)，CMOS高倍相机识别区域 0.6mm*0.4mm
	√

	21 
	▲4.1.9
	低倍相机组件：0.8X (7.06μm/Pixel)，CMOS低倍相机识别区域8.5mm*6.8mm
	√

	22 
	▲4.1.10
	激光全切:设备支持晶圆划片槽内激光全切加工工艺
	√

	23 
	▲4.1.11
	光斑异常检测:设备具备激光光斑异常点检功能，可提前识别衔射光、光斑形貌异常
	√

	24 
	4.1.12
	涂覆喷嘴湿润功能：在非涂覆作业时，此功能可保证涂覆喷嘴处的保护液避免有凝固堵塞的风险
	√

	25 
	4.1.13
	漏水检测功能：针对通水的地方（激光、清洗、涂覆、水管）增加，保证漏水第一时间发现并处理
	√

	26 
	4.1.14
	机台基座：大理石基座、铸铁或气浮平台。
	√大理石基座

	27 
	▲4.1.15
	CCTV监控系统：监控传送流程
	√

	28 
	▲4.1.16
	Frame防反：检测钢圈放置正反，若放反则会进行报警
	√

	29 
	▲4.1.17
	双屏操作系统：配备两个触摸操作屏
	√

	30 
	★4.1.18
	涂覆哨兵：检测涂覆均匀性，重复检测精度0.1μm
	√

	31 
	4.2
	上下料单元
	/

	32 
	4.2.1
	8&12inch平台：兼容8寸和12寸frame级晶圆加工
	√

	33 
	4.2.2
	晶圆突出检测组件：晶圆突出时，载台上下运动可能会导致晶圆损坏，设备会在软件界面发布提示信息，指示灯会闪烁并报警
	√

	34 
	4.2.3
	防斜插检测组件：晶圆斜放后，为了防止倾斜晶圆进料导致晶圆损伤，设备会在软件界面发布提示信息，指示灯会闪烁并报警
	√

	35 
	4.2.4
	Barcode手持扫码枪：全自动作业前，作业员手动扫描料盒条码后设备自动选择相应切割程序
	√

	36 
	4.2.5
	料盒放置检测组件：全自动加工前，进行料盒是否放置正确的检测，防止料盒未放正确，晶圆进料导致的碰撞风险
	√

	37 
	4.2.6
	料盒尺寸检测组件：全自动加工前，对放置料盒尺寸进行检测，并与目前选择的加工尺寸进行匹配确认，防止料盒尺寸放置错误导致晶圆搬运安全风险
	√

	38 
	4.2.7
	Wafer状态检测：作业前，对晶圆数量和放置料层进行扫描并软件界面显示料片状态
	√

	39 
	▲4.2.8
	固定扫码枪：用于扫描贴于每片晶圆frame或膜上的条码，和客户端终端做相应联动通信。全自动完成扫描不需要人为操作干预
	√

	40 
	▲4.2.9
	OHT/AGV小车：搭配OHT天车系统/AGV小车系统进行自动化智能生产
	√

	41 
	4.2.10
	RFID功能：RFID读取功能
	√

	42 
	4.3
	安全防护单元
	√

	43 
	4.3.1
	安全门：设备门上有Interlock门锁装置
	√

	44 
	4.3.2
	UPS：不间断电源
	√

	45 
	▲4.3.3
	夹爪手臂扭力保护：当发生异常卡料时，电机感应到力矩异常增大时会报警暂停，确保加工产品的安全
	√

	46 
	4.3.4
	离子风棒/风扇：进料口、清洗区、涂覆区、加工区上料位、加工区下料位配置离子风棒/离子风扇
	√

	47 
	4.3.5
	断电真空保持：设备异常断电时，可确保传送手臂上的产品不会突然掉落造成产品损坏
	√

	48 
	5
	设备软件配置
	/

	49 
	5.1
	全自动单元
	/

	50 
	5.1.1
	转角退料角度选择：全自动生产中，切割完成后的料片可选择退回料盒的角度(0°/90°/180°)，方便用户快速辨别已加工和待加工的晶圆
	√

	51 
	5.1.2
	首片检料功能：全自动生产中，首片料片进入料检抽屉等待料检
	√

	52 
	5.1.3
	料检抽检功能：全自动生产中，可按设置的检测频率，把切割后的料片自动传送至料检抽屉进行检测
	√

	53 
	5.1.4
	同报警超过3次卡控功能：全自动生产中，一张晶圆相同报警超过3次后弹窗提示风险
	√

	54 
	5.1.5
	切痕/切割道补偿数值卡控功能：全自动生产中，可以卡控切痕/切割道补偿值，防止补偿失误导致切至芯片有效区域
	√

	55 
	5.1.6
	切痕补偿后下刀自动暂停功能：全自动生产中，切痕补偿后，第二刀自动暂停，防止操作员不进行复查，补偿错误，导致大规模切坏料片
	√

	56 
	5.1.7
	首刀检测功能：首片开始切割第一刀前会暂停下来让操作人员再次确认步进和切割位置是否正确
	√

	57 
	★5.1.8
	Hasen Cut：实现多步距，多芯片同一晶圆上布局时，进行断线切割，只切割需要切割的芯片
	√

	58 
	★5.1.9
	MPW Cut：实现多步距，多芯片同一晶圆布局的切割工艺
	√

	59 
	▲5.1.10
	切痕检测功能：全自动生产中，可对切痕进行自动识别以及自动补偿，可识别hairline偏移、切割位置偏移、chipping面积识别等
	√

	60 
	5.1.11
	边缘识别功能：可确定产品的中心位置及大小，避免激光切割到产品背膜
	√

	61 
	5.1.12
	涂覆暂停检测：涂覆完成后，晶圆停留至涂覆盘并弹框提示，人为可以介入判断涂覆效果
	√

	62 
	▲5.1.13
	台盘夹爪清洗功能：可选择全自动开始前或全自动结束后，设备会自动执行清洗盘和涂覆盘的表面清洗动作，同时单独对夹爪进行清洗
	√

	63 
	5.1.14
	激光功率检测：在全自动生产前，进行出光口和加工口功率测量并和程序设置的能量进行比对，确保实际功率和程序设置功率一致
	√

	64 
	▲5.1.15
	记忆功能（Auto recovery）：在全自动生产中，出现软件异常或重启软件，再次进入软件后，可以继续上次全自动切割流程
	√

	65 
	▲5.1.16
	偏切功能：设置偏切距离进行偏移切割
	√

	66 
	5.1.17
	漏涂覆检测：在全自动生产中，出现未配置涂覆参数，会提示未涂覆禁止切割
	√

	67 
	▲5.1.18
	平边功能：兼容带平边的晶圆切割
	√

	68 
	5.1.19
	全自动过程中模板示教功能：全自动模板识别失败后可在不退片（暂停）的情况下进行模板示教，保存到程式里
	√

	69 
	5.1.20
	切割程序选定功能：只允许通过扫码枪选定切割程式，操作员无法手动自己选择
	√

	70 
	★5.1.21
	SECS GEM联网通信功能：CIM联网
	√

	71 
	5.1.22
	激光能量转换率卡控功能：在全自动生产中，功率检测会对转化率进行卡控
	√

	72 
	5.1.23
	料盒上料顺序可选功能：拉料过程中，可选择从上往下拉料也可选择从下往上拉料
	√

	73 
	▲5.1.24
	金属残留检测：切痕检测时，确认金属是否存在残留
	√

	74 
	5.2
	手动单元
	/

	75 
	5.2.1
	手动上料功能：手动将晶圆送至切割区
	√

	76 
	5.2.2
	手动涂覆功能：手动将晶圆涂覆完成并退出
	√

	77 
	5.2.3
	手动清洗功能：手动将晶圆清洗完成并退出
	√

	78 
	5.2.4
	手动退料功能：手动将晶圆退出
	√

	79 
	5.2.5
	手动拉直功能：手动将晶圆拉直
	√

	80 
	5.2.6
	手动对位功能：手动操作将晶圆进行全自动对位拉直
	√

	81 
	5.2.7
	半自动切割：手动对位完成后，可以手动选择需要切割面和切割刀数
	√

	82 
	5.2.8
	纯手动切割：拉直后指定切割道进行手动切割
	√

	83 
	▲5.2.9
	手动残片切割功能：针对不规则晶圆（分片、破片等），可以进行手动切割
	√

	84 
	5.2.10
	分光功率检测功能：可确保双细线和双宽线两束光的功率误差控制在0.05w以内
	√

	85 
	5.3
	监控单元
	/

	86 
	5.3.1
	涂覆液流量监测：当涂覆流量异常时，软件界面会报警提示，确保产品的加工品质
	√

	87 
	5.3.2
	涂覆液剩余量监测：软件可设定剩余报警数值，当剩余量低于设定值后，软件界面提示更换
	√

	88 
	5.3.3
	清洗水流量监测：当清洗水流量异常时，软件界面会报警提示，确保产品的加工品质
	√

	89 
	5.3.4
	气体压力监测：当二流体气体压力异常时，软件界面会报警提示，确保产品的加工品质
	√

	90 
	5.3.5
	相似Target点卡控：teach时针对相似目标点可在9宫格查重时卡控出并提示建议更换目标点
	√

	91 
	5.3.6
	台盘真空监测功能：加工过程中会对3个工位的台盘进行实时真空监测，若低于设定值，软件会报警提示，确保加工产品的安全
	√

	92 
	5.4
	其他
	/

	93 
	5.4.1
	MTBA计算分析功能：提供可选时段的MTBA分析，方便客户进行产品加工效率的计算和管理
	√

	94 
	5.4.2
	3级软件操作管控：不同的用户管理（操作员、工程师、管理员）对应不同的软件权限
	√

	95 
	▲5.4.3
	整机符合SEMI标准，通过SEMI S2和F47认证
	√

	96 
	★质保期
	质保期18个月，自验收合格次日起算。质保期内关于设备品质的问题所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由供应商承担
	√

	97 
	★7.1.1
	额外配套1套激光器（指标同4.1.1条款参数，包含UPS，冷水机）
	√

	98 
	★7.2
	额外提供1次免费激光器返原厂维修服务(包含冷却液2x5L、窗口镜更换一次、干燥剂与压力平衡组件更换一次、种子源模块更换一次)
	√






附件二 配件清单
	序号
	品名
	规格
	数量
	备注

	1
	PS激光器
	120701120019
	2套
	

	2
	冷水机
	120306030029
	2个
	

	3
	UPS电源
	120306000688
	2个
	

	4
	FFU空气净化器
	120409000416
	1个
	

	5
	强排机
	120301030228
	2个
	

	6
	切割台盘
	B0010110388A
	1个
	

	7
	清洗台盘
	B0010109444A
	1个
	

	8
	涂覆台盘
	B0010112590A
	1个
	

	9
	1.5寸UV反射镜
	120707000017
	13个
	

	10
	355半波片
	120711000291
	2个
	

	11
	355偏振分光棱镜
	120711000013
	1个
	

	12
	业纳/激光扩束镜
	120705000046
	1个
	

	13
	沃拉斯顿棱镜
	120711000029
	1个
	

	14
	355四分之一波片
	120706030009
	1个
	

	15
	6点分束DOE
	120706000118
	1个
	

	16
	F47聚焦镜
	120711030049 
	2个
	

	17
	紫外聚焦镜F-75
	120708000104 
	1个
	

	18
	紫外聚焦镜F150
	120708000097 
	1个
	

	19
	平凸透镜F1000
	120708000003 
	1个
	

	20
	柱面镜F250
	120706000129 
	1个
	

	21
	柱面镜F-200
	120706000128 
	1个
	



